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В настоящее время алмазные подложки широко применяются для уста-

новки на них мощных полупроводниковых приборов. Высокая теплопро-
водность алмаза позволяет применять такие подложки для распределения 
сосредоточенного теплового потока на большую площадь. Для изготовле-
ния теплопроводящих алмазных подложек кристаллы синтетических алма-
зов режутся на тонкие пластины и шлифуются. Поскольку алмаз самый 
твердый из всех известных материалов, то любая его механическая обра-
ботка крайне затруднительна. Наиболее эффективный способ резки алмаза 
– лазерная резка [1]. Лазерная резка заключается в нагреве поверхности 
алмаза коротким импульсом лазерного излучения и испарении материала 
из области нагрева. Длительность импульса излучения выбирается таким 
образом, чтобы за время воздействия не успевал произойти значительный 
перенос тепла от области воздействия за ее пределы. Сделанные оценки 
показали, что для получения тонкого разреза шириной порядка 20 мкм 
длительность импульса должна составлять 10-8 с и менее. Для определения 
плотности мощности лазерного излучения,   необходимой для осуществле-
ния нагрева и испарения материала из облучаемой области, было проведе-
но компьютерное моделирование  нагрева поверхности алмаза коротким 
импульсом лазерного излучения. Расчеты были проведены для импульса 
лазерного излучения лазера с длиной волны 1,06 мкм, длительностью им-
пульса  10-9 с и плотностью энергии излучения 15 Вт/см2. Согласно расче-
там, проведенным при указанных параметрах, максимальная температура 
на поверхности облучаемой области достигает 4020оС, что примерно соот-
ветствует температуре испарения алмаза [2]. Глубина прорезаемой канавки 
при таком воздействии составит около 10 мкм и для получения нужной 
глубины необходимо многократное воздействие. 
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